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Abstract (en)
The device uses micro-machining of layers to form the magnetic elements. The procedure for fabrication of inductive type components includes
simultaneous micro-machining of a number of parts on a first substrate of magnetic material. Conductive tracks are formed on a multi-layer substrate
and arms (8a,b,c) are placed over this, providing the support for a magnetic circuit. The conductive tracks end on contact pads (7a, 7b) which are
part of the multi-layer substrate, but which are folded around on to the top of the magnetic circuit and glued in place. The resulting component is
suitable for surface mounting.

Abstract (fr)
Le procédé de fabrication de composants du type inductif, en particulier de bobines d'inductance ou de transformateurs, consiste à pratiquer par
micro-usinage simultanément sur un premier substrat en matériau magnétique une pluralité de premières parties (1) reliées les unes aux autres
par des éléments de liaison (2) ou un support de liaison, à insérer sur les bras (8a, 8b, 8c) de ces premières parties (1) une plaque multicouche
imprimée (4, 5) ayant des ouvertures pour les bras et des enroulements métalliques terminés par au moins deux plages de contact (7a, 7b), à
placer et coller un second substrat en matériau magnétique sur le premier substrat et la plaque, ledit second substrat ayant subi un micro-usinage
pour obtenir des secondes parties (13) complémentaires aux premières parties. Ces secondes parties sont reliées les unes aux autres par des
éléments de liaison ou un support de liaison. Ensuite, on sépare les bobines d'inductance ou les transformateurs et on replie dans un mode de
mise en oeuvre particulier les plages de contact agencées sur des languettes (16, 18) de ladite plaque contre une base (9) du noyau ou du circuit
magnétique pour que les composants résultants servent à un montage en surface (SMD). <IMAGE>
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